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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スキャンされるべき物体（２２、１６６）を受けるための開口（４８、１５４）を有す
る回転式ガントリ（１２、１５２）と、
　前記回転式ガントリ（１２、１５２）上に配置され、Ｘ線（１６）ビームを前記物体（
２２、１６６）に向けて投影するＸ線投影源（１４）と、
　前記回転式ガントリ（１２、１５２）上に配置され、前記物体（２２、１６６）により
減衰したＸ線（１６）を受けるように構成された複数の検出器モジュール（２０）であっ
て、前記複数の検出器モジュール（２０）のそれぞれが、
　　上面（５４）及び側面（５５）を有するモジュールフレーム（５２）と、
　　前記物体（２２、１６６）により減衰した前記Ｘ線（１６）を受けるように前記モジ
ュールフレーム（５２）の前記上面（５４）に配置されたタイリング可能な複数の検出器
センサ（５６）とを備える、複数の検出器モジュール（２０）とを備え、
　タイリング可能な前記複数の検出器センサ（５６）のそれぞれが、
　　第１の表面と該第１の表面とは反対の第２の表面とを有する基材層と、
　　前記物体（２２、１６６）を通って減衰したＸ線（１６）を受けて前記Ｘ線（１６）
を電気信号に変換するように構成された検出器要素（６０）のアレイであって前記基材層
の前記第１の表面に配置される検出器要素（６０）のアレイと、
　　前記検出器要素（６０）のアレイに直接的又は間接的に結合され、前記モジュールフ
レーム（５２）への前記検出器センサ（５６）の装着及び位置決めをもたらすように構成
された装着用構造（８４、１１４）と
　を備え、
　前記装着用構造（８４、１１４）は、
　　前記検出器要素（６０）のアレイの反対側の前記基材層の前記第２の表面の前記検出
器センサ（５６）上に配置された位置決めプレート（８６、１１６）であって、前記モジ
ュールフレーム（５２）上に前記検出器センサ（５６）を位置決めするための基準構造を
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形成する位置決めピン（８８、１２２）と、前記検出器センサ（５６）を前記モジュール
フレーム（５２）に固定する締結具（１０８、１４０）を受け入れるように構成された１
つ又は複数のねじボス（９０、１２４）とからなる位置決めプレート（８６、１１６）と
、
　　前記位置決めプレート（８６、１１６）と前記モジュールフレーム（５２）の前記上
面（５４）及び前記側面（５５）との間に配置され、前記検出器センサ（５６）が固定さ
れるべき、熱ギャップパッド（９２、１２６）とを更に備え、
　前記熱ギャップパッド（９２、１２６）が、前記位置決めプレート（８６、１１６）内
に形成された窪み（９４、１２８）内に配置され、前記検出器センサ（５６）と前記モジ
ュールフレーム（５２）の間に低い熱抵抗で変動の少ない一定の熱伝導をもたらす、熱伝
導材料（ＴＩＭ）を備え、
　前記装着用構造の位置決めプレート（８６、１１６）は、前記基材層と前記熱ギャップ
パッド（９２、１２６）との間に配置され、
　前記モジュールフレーム（５２）が、前記検出器センサ（５６）が前記モジュールフレ
ーム（５２）上に装着されると、前記モジュールフレーム（５２）上に前記検出器センサ
（５６）を位置決めするようにそれぞれの検出器センサ（５６）の前記位置決めピン（８
８、１２２）を受け入れる、内部に形成された適合機構（１０２、１０４、１３４、１３
６）を含む、ＣＴシステム（１０、１５０）。
【請求項２】
　前記基材層は電気絶縁用特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）パッケージ基材層からなり
、
　前記複数の検出器モジュール（２０）のそれぞれが、
　前記アナログ電気信号を受けて前記アナログ電気信号をデジタル信号に変換するように
前記検出器要素（６０）のアレイに電気的及び機械的に結合されたＡＳＩＣ電子機器パッ
ケージ（６８）と、
　前記検出器要素（６０）のアレイとは反対側の前記ＡＳＩＣ電子機器パッケージ（６８
）の後面に配置された前記電気絶縁用ＡＳＩＣパッケージ基材層（７４）とを更に備え、
　前記装着用構造（８４、１１４）の前記位置決めプレート（８６、１１６）が、前記電
気絶縁用ＡＳＩＣパッケージ基材層（７４）に直接取り付けられる、請求項１に記載のＣ
Ｔシステム（１０、１５０）。
【請求項３】
　前記モジュールフレーム（５２）の前記適合機構（１０２、１０４、１３４、１３６）
が前記モジュールフレーム（５２）の前記上面（５４）に形成され、前記モジュールフレ
ーム（５２）が、前記モジュールフレーム（５２）を通って形成され、前記モジュールフ
レーム（５２）の前記上面（５４）まで延びる、ねじ開口（１０６、１３８）を更に備え
、前記ねじ開口（１０６、１３８）が、前記検出器センサ（５６）を前記モジュールフレ
ーム（５２）に固定する締結具（１０８、１４０）を受けるように構成される、請求項１
に記載のＣＴシステム（１０、１５０）。
【請求項４】
　各検出器センサ（５６）のために、前記装着用構造（８４、１１４）が、前記検出器要
素（６０）のアレイと平行に配向される概ね平面状の構成を前記位置決めプレート（８６
）が有する垂直装着用構造（８４）を備え、これによって、前記モジュールフレーム（５
２）上に前記検出器センサ（５６）を位置決め及び固定するように、前記位置決めプレー
ト（８６）の前記位置決めピン（８８）が、前記モジュールフレーム（５２）の前記上面
（５４）に形成されたそれぞれの適合機構（１０２、１０４）に受け入れられるようにな
っており、前記１つ又は複数のねじボス（９０）が、前記モジュールフレーム（５２）内
のそれぞれのねじ開口（１０６）を通って配置された締結具（１０８）を受けるようにな
っている、請求項３に記載のＣＴシステム（１０、１５０）。
【請求項５】
　前記モジュールフレーム（５２）の前記適合機構（１０２、１０４、１３４、１３６）
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が、前記モジュールフレーム（５２）の前記側面（５５）のうちの１つに形成され、前記
モジュールフレーム（５２）が、前記モジュールフレーム（５２）内に形成され、前記モ
ジュールフレーム（５２）の一側面まで延びる、ねじ開口（１０６、１３８）を更に備え
、前記ねじ開口（１０６、１３８）が、前記検出器センサ（５６）を前記モジュールフレ
ーム（５２）に固定する締結具（１０８、１４０）を受けるように構成される、請求項１
に記載のＣＴシステム（１０、１５０）。
【請求項６】
　タイリング可能な前記複数の検出器センサ（５６）のそれぞれが、前記Ｚ軸に沿う前記
検出器モジュール（２０）の適用範囲の大きさを変化させるように前記モジュールフレー
ム（５２）に選択的に追加可能であり、それぞれの検出器センサ（５６）の前記装着用構
造（８４、１１４）が、各検出器センサ（５６）のためのプラグアンドプレイの可能性を
もたらすように前記モジュールフレーム（５２）上に前記検出器センサ（５６）を位置決
めする、請求項１に記載のＣＴシステム（１０、１５０）。
【請求項７】
　前記モジュールフレーム（５２）が、前記モジュールフレーム（５２）を前記回転式ガ
ントリ（１２、１５２）上に取り付けられたレール構造（１７）に対して位置決め及び係
合するように構成された位置決め機構（１１２）を備える、請求項１に記載のＣＴシステ
ム（１０、１５０）。
【請求項８】
　前記位置決めプレート（８６、１１６）の前記位置決めピン（８８、１２２）と前記１
つ又は複数のねじボス（９０、１２４）は、前記基材層の前記第２の表面と反対側の前記
位置決めプレートの表面であって、前記検出器要素（６０）のアレイの外周内に配置され
る、請求項１に記載のＣＴシステム（１０、１５０）。
【請求項９】
　ＣＴスキャン処置中に物体（２２、１６６）により減衰したＸ線（１６）を受けるため
の検出器モジュール（２０）であって、
　上面（５４）及び側面（５５）を備えるモジュールフレーム（５２）と、
　前記物体（２２、１６６）により減衰した前記Ｘ線（１６）を受けるように前記モジュ
ールフレーム（５２）上に配置されたタイリング可能な複数の検出器センサ（５６）であ
って、前記複数の検出器センサ（５６）のそれぞれが、
　　第１の表面と該第１の表面とは反対の第２の表面とを有する基材層と、
　　前記物体（２２、１６６）を通って減衰したＸ線（１６）を受けて前記Ｘ線（１６）
を電気信号に変換するように構成された検出器画素（６０）のアレイであって前記基材層
の前記第１の表面に配置される検出器画素（６０）のアレイと、
　　前記検出器画素（６０）のアレイに直接的又は間接的に結合され、前記検出器画素の
アレイと反対側の前記基材層の前記第２の表面に配置された位置決めプレート（８６、１
１６）であって、前記モジュールフレーム（５２）上に前記検出器センサ（５６）を位置
決めするための基準構造を形成する位置決めピン（８８、１２２）と、締結具（１０８、
１４０）を受け入れるように構成され、前記検出器センサ（５６）を前記モジュールフレ
ーム（５２）に固定する、１つ又は複数のねじボス（９０、１２４）とを備える位置決め
プレート（８６、１１６）と、
　前記位置決めプレート（８６、１１６）内に形成された窪み（９４、１２８）内に配置
された熱ギャップパッド（９２、１２６）であって、前記検出器センサ（５６）が前記モ
ジュールフレーム（５２）に固定されると、前記熱ギャップパッド（９２、１２６）が前
記位置決めプレート（８６、１１６）と前記モジュールフレーム（５２）の間で圧縮され
るようになっており、前記熱ギャップパッド（９２、１２６）が、前記検出器センサ（５
６）と前記モジュールフレーム（５２）の間に低い熱抵抗で変動の少ない一定の熱伝導を
もたらす熱伝導材料（ＴＩＭ）を備える熱ギャップパッド（９２、１２６）と、
を備える複数の検出器センサ（５６）とを備え、
　前記位置決めプレート（８６、１１６）は、前記基材層と前記熱ギャップパッド（９２
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、１２６）との間に配置され、
　前記モジュールフレーム（５２）が、前記検出器センサ（５６）が前記モジュールフレ
ーム（５２）上に装着されると、前記モジュールフレーム（５２）上に前記検出器センサ
（５６）を位置決めするようにそれぞれの検出器センサ（５６）の前記位置決めピン（８
８、１２２）を受け入れる、内部に形成された基準穴（１０２、１０４、１３４、１３６
）を含む、検出器モジュール（２０）。
【請求項１０】
　前記位置決めプレート（８６、１１６）が、前記検出器要素（６０）のアレイと平行に
配向され、前記検出器要素（６０）のアレイに直接的又は間接的に結合される、概ね平面
状の位置決めプレート（８６）を備え、前記位置決めピン（８８）及び単一のねじボス（
９０）が、前記概ね平面状の位置決めプレート（８６）上に形成され、
　前記モジュールフレーム（５２）上に前記検出器センサ（５６）を位置決め及び固定す
るように、前記概ね平面状の位置決めプレート（８６）の前記位置決めピン（８８）が、
前記モジュールフレーム（５２）の前記上面（５４）に形成されたそれぞれの基準穴（１
０２、１０４）に受け入れられ、前記概ね平面状の位置決めプレート（８６）の前記単一
のねじボス（９０）が、前記モジュールフレーム（５２）内に形成され前記モジュールフ
レーム（５２）の上面（５４）まで延びる、それぞれのねじ開口（１０６）を通って配置
された締結具（１０８）を受ける、請求項９に記載の検出器モジュール（２０）。
【請求項１１】
　タイリング可能な前記複数の検出器センサ（５６）のそれぞれが、
　アナログ電気信号を受けて前記アナログ電気信号をデジタル数値に変換するように前記
検出器画素（６０）のアレイに電気的及び機械的に結合された特定用途向け集積回路（Ａ
ＳＩＣ）電子機器パッケージ（６８）と、
　前記デジタル信号を前記ＡＳＩＣ電子機器パッケージ（６８）から受け前記デジタル信
号を前記検出器モジュール（２０）の電子機器基板に移送するように前記ＡＳＩＣ電子機
器パッケージ（６８）に接続されたデジタルフレックス回路（７６）と、
　前記検出器センサ（５６）に対する支持をもたらすように前記検出器画素（６０）のア
レイとは反対側の前記ＡＳＩＣ電子機器パッケージ（６８）の後面に配置された基材層（
７４）であって、前記位置決めプレート（８６、１１６）が前記基材層（７４）に直接結
合される、基材層（７４）とを更に備える、請求項９に記載の検出器モジュール（２０）
。
【請求項１２】
　前記位置決めプレート（８６、１１６）の前記位置決めピン（８８、１２２）と前記１
つ又は複数のねじボス（９０、１２４）は、物体を通って減衰するＸ線を受ける前記検出
器画素のアレイによって画される前記検出器センサ（５６）のＸ線収集領域内に配置され
、前記位置決めピン（８８、１２２）は、前記検出器に隠されるようにＸ線が受けられる
側とは反対側の前記検出器センサ（５６）に配置される、請求項９に記載の検出器モジュ
ール（２０）。
【請求項１３】
　ＣＴスキャン処置中に物体（２２、１６６）により減衰したＸ線（１６）を受けるため
の検出器モジュール（２０）であって、
　モジュールフレーム（５２）と、
　前記物体（２２、１６６）により減衰した前記Ｘ線（１６）を受けるように前記モジュ
ールフレーム（５２）の前記上面（５４）に配置された選択的に追加可能な複数の検出器
センサ（５６）とを備え、
　前記複数の検出器センサ（５６）のそれぞれが、
　　第１の表面と該第１の表面とは反対の第２の表面とを有する基材層と、
　　前記物体（２２、１６６）を通って減衰したＸ線（１６）を受けて前記Ｘ線（１６）
を電気信号に変換するように構成された検出器要素（６０）のアレイであって前記基材層
の前記第１の表面に配置される検出器要素（６０）のアレイと、
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　　前記検出器センサ（５６）上に前記検出器要素（６０）のアレイとは反対側の前記基
材層の前記第２の表面に配置された位置決めプレート（８６、１１６）であって、前記モ
ジュールフレーム（５２）上に前記検出器センサ（５６）を位置決めするための基準構造
を形成する位置決めピン（８８、１２２）を含む位置決めプレート（８６、１１６）と、
　前記位置決めプレート（８６、１１６）内に形成された窪み（９４、１２８）内に配置
された熱ギャップパッド（９２、１２６）であって、前記検出器センサ（５６）が前記モ
ジュールフレーム（５２）に固定されると、前記熱ギャップパッド（９２、１２６）が前
記位置決めプレート（８６、１１６）と前記モジュールフレーム（５２）の間で圧縮され
るようになっており、前記熱ギャップパッド（９２、１２６）が、前記検出器センサ（５
６）と前記モジュールフレーム（５２）の間に低い熱抵抗で変動の少ない一定の熱伝導を
もたらす熱伝導材料（ＴＩＭ）を備える熱ギャップパッド（９２、１２６）と、を備え、
　前記位置決めプレート（８６、１１６）は、前記基材層と前記熱ギャップパッド（９２
、１２６）との間に配置され、
　前記モジュールフレーム（５２）が、前記検出器センサ（５６）が前記モジュールフレ
ーム（５２）上に装着されると、前記モジュールフレーム（５２）上に前記検出器センサ
（５６）を位置決めするようにそれぞれの検出器センサ（５６）の前記位置決めピン（８
８、１２２）を受け入れる、内部に形成された基準穴（１０２、１０４、１３４、１３６
）を含む、検出器モジュール（２０）。
【請求項１４】
　前記位置決めプレート（８６、１１６）が、前記検出器要素（６０）のアレイと平行に
配向され、前記検出器要素（６０）のアレイに直接的又は間接的に結合される、概ね平面
状の位置決めプレート（８６）を備え、前記位置決めピン（８８）及び単一のねじボス（
９０）が、前記概ね平面状の位置決めプレート（８６）上に形成され、
　前記モジュールフレーム（５２）上に前記検出器センサ（５６）を位置決め及び固定す
るように、前記概ね平面状の位置決めプレート（８６）の前記位置決めピン（８８）が、
前記モジュールフレーム（５２）の前記上面（５４）に形成されたそれぞれの基準穴（１
０２、１０４）に受け入れられ、前記概ね平面状の位置決めプレート（８６）の前記単一
のねじボス（９０）が、前記モジュールフレーム（５２）内に形成され前記モジュールフ
レーム（５２）の上面（５４）まで延びる、それぞれのねじ開口（１０６）を通って配置
された締結具（１０８）を受ける、請求項１３に記載の検出器モジュール。
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